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(3> Elektrische Baugruppe 

(g) Bei einer elektrischen Baugruppe verlaufen mehrere, 
vorzugsweise auf beiden Seiten mit Leiterbahnen verseiiene, 
Leiterpiatten parallel und sind mit Hilfe von Lotpunkten 
miteinander verbunden. 
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Beschreibung 



Die Erfindung geht aus von einer elektrischen Bau- 
gruppe nach der Gattung des Hauptanspruchs. 

Zur Realisierung von elektrischen Schaltungen wer- 
den elektrische Bauelemente auf Leiterplatten angeord- 
net, die an mindestens einer Oberflache Leiterbahnen 
tragen. Bei komplizierten Schaltungen mit vielen Leiter- 
bahnen und vielen Leiterbahnkreuzungen kann es not- 
wendig werden, Vielschicht-Leiterplatten (multi layer 
boards) zu verwenden. Diese werden durch Laminieren 
von entsprechend vielen Kupferlagen mit isolierenden 
Zwischenlagen hergestellt Dabei ist eine Strukturie- 
rung der inneren Lagen vor dem Laminiervorgang er- 
forderlich. Ober das aufwendige Laminieren hinaus ha- 
ben die bekannten Vielschicht-Leiterplatten den Nach- 
teil, daB Durchkontaktierungen nur durch aufwendige 
Verfahren hergestellt werden konnen. Dieses gilt insbe- 
sondere fur Durchkontaktierungen, die nicht alle Leiter- 
bahnenschichten erfassen. AuBerdem sind teure Werk- 
stoffe zur Herstellung der bekannten Vielschicht-Lei- 
terplatten erforderlich. 

Es sind ferner als Modul ausgefiihrte Baugruppen be- 
kannt, die zur Montage auf einer groBeren Leiterplatte 
ausgebildet sind und ihrerseits eine oder mehrere Lei- 
terplatten enthalten. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, beide vor- 
genannten Baugruppen zu verbessern. Insbesondere 
soli je nach Anwendungsfall im einzelnen eine hohe 
Bauelemente-Dichte und/oder eine Vielzahl von sich 
kreuzenden Leitern moglich sein, ohne die Nachteile 
der bekannten Vielschicht-Leiterplatten. 

Die erfindungsgemaBe elektrische Baugruppe ist da- 
durch gekennzeichnet, daB mehrere, vorzugsweise auf 
beiden Seiten mit Leiterbahnen versehene, Leiterplat- 
ten parallel verlaufen und mit Hilfe von Lotpunkten 
miteinander verbunden sind. 

Diese Lotpunkte konnen durch die Lotung eines Ball 
Grid Arrays (auch "Solder Grid Array" genannt) auf 
eine Unterlage entstehen. 

Zur Erzeugung der einzelnen Lotpunkte sind benet- 
zungsfahige Bereiche auf den aneinander zugewandten 
Seiten der zu verbindenden Leiterplatten erforderlich. 
Auf der einen Leiterplatte wird ein Ball Grid Array 
dadurch erzeugt, daB in geeigneter Weise Lotkugeln auf 
den Leiterbahn-Pads aufgebracht werden: Eine mogli- 
che Methode hierfur ist in der Patentanmeldung P 
43 16 007.7 der Anmelderin beschrieben. Die gegen- 
uberliegenden Flachen (Landeflachen) der anderen Lei- 
terplatte werden mit Lotpaste oder mit einem FluBmit- 
tel versehen, falls das jeweils verwendete Metall nicht 
ohnehin ein FlieBen des Lotes bei dem anschlieBenden 
Reflow-ProzeB gestattet. Im anschlieBenden Reflow- 
ProzeB werden die Lotkugeln aufgeschmolzen und 
durch Benetzung der gegenuberliegenden Leiterbahn- 
Pads werden Lotpunkte gebildet. 

Die Form der entstehenden Lotpunkte hangt unter 
anderem von der Form der Leiterbahn-Pads ab. Der 
Abstand zwischen den Leiterplatten, also die Hohe der 
Lotpunkte. betragt bei entsprechender Wahl der Para- 
meter zum Beispiel 0,6 mm. 

Diese und andere geeignete Verfahren zur Verbin- 
dung von Leiterplatten mittels Lotpunkten konnen zur 
Herstellung von erfindungsgemaBen Baugruppen ver- 
wendet werden. 

Eine vorteilhafte Ausfuhrungsform der Erfindung be- 
steht darin, daB mindestens zwei Leiterplatten in einem 
durch die Lotpunkte bedingten Abstand aufeinanderlie- 



gen und daB die Leiterbahnen der aufeinanderliegenden 
Leiterplatten einschlieBlich von Durchkontaktierungen 
und elektrischen Verbindungen durch Lotpunkte eine 
' Vielschicht-Leiterplatte bilden. 

5 Eine solche erfindungsgemaBe Baugruppe hat den 
Vorteil, daB die einfachsten Leiterplatten-Grundmate- 
rialien, wie beispielsweise XPC, verwendet werden kon- 
nen. AuBerdem sind Durchkontaktierungen in einfacher 
Weise herstellbar einschlieBlich solcher, die nicht alle 

10 Leiterplatten durchdringen, namlich sogenannten "blind 
vias" und "buried vias". 

Gegenuber Baugruppen mit den bekannten Viel- 
schicht-Leiterplatten hat diese erfindungsgemaBe Bau- 
gruppe den Vorteil, daB ein leichter Versatz der einzel- 

15 nen Leiterbahnschichten unkritischer als in Standard- 
Multilayer-Platten ist, da der zum Verbinden verwende- 
te Solder-Ball-LotprozeB einen selbstjustierenden Ef- 
fekt aufweist. Ferner kann bei dem erfindungsgemaBen 
Verfahren der Flachenanteil, der mehr als zwei Schich- 

20 ten Leiterbahnen benotigt, an den jeweiligen Bedarf 
angepaBt werden. Es ist nicht erforderlich, wie bei den 
bekannten Vielschicht-Leiterplatten stets die gesamte 
fiir eine Baugruppe benotigte Leiterplattenflache mit 
der maximal benotigten Anzahl von Schichten zu verse- 

25 hen (partieller Multilayer), wodurch im Einzelfall Ko- 
sten erheblich gesenkt werden konnen. 

Eine Weiterbildung dieser Ausfuhrungsform der Er- 
findung besteht darin, daB auf einer der anderen Leiter- 
platte zugewandten Seite mindestens einer Leiterplatte 

30 Bauelemente angeordnet sind. Dadurch ist eine preis- 
werte Realisierbarkeit von sogenannten "vergrabenen" 
Bauelementen moglich, die zwischen den Leiterplatten 
angeordnet sind. Dieses ist haufig erforderlich, um bei- 
spielsweise fiir Abblockkondensatoren kurze Zuleitun- 

35 gen zu erhalten. Zu den Bauelementen zahlen unter an- 
derem Kondensatoren, verpackte und unverpackte 
Halbleiter und auch gedruckte Widerstande. 

Eine andere Ausfuhrungsform der Erfindung besteht 
darin, daB zwischen zwei Leiterplatten eine weitere Lei- 

40 terplatte angeordnet ist, die eine Aussparung fiir auf 
einer angrenzenden Leiterplatte angeordnete Bauele- 
mente aufweist. Hierdurch ist es moglich, Bauelemente, 
die nicht eine besonders geringe Hohe aufweisen, inner- 
halb der Baugruppe unterzubringen. ]e nach Erforder- 

45 nissen im einzelnen kann eine besonders kompakte Bau- 
gruppe dadurch erzielt werden, daB die Leiterplatten 
und die weiteren Leiterplatten abwechselnd iibereinan- 
der angeordnet sind. 

Diese Ausfuhrungsform ermoglicht auch kompakte 

50 Baugruppen mit einer groBen Anzahl von moglichen 
Bauelementen, bezogen auf die von der Baugruppe ein- 
genommene Flache der Grundleiterplatte. Insbesonde- 
re konnen Module in einfacher Weise mit mehreren 
Bauelemente tragenden Etagen versehen werden, wo- 

55 bei sogar auf der Ober- und Unterseite der Leiterplat- 
ten Bauelemente angeordnet sein konnen, 

Bei der erfindungsgemaBen Baugruppe kann vorge- 
sehen sein, daB die Leiterplatten und gegebenenfalls die 
weiteren Leiterplatten gleiche AuBenabmessungen auf- 

60 weisen oder daB die Abmessungen der Leiterplatten 
verschieden groB sind. 

Eine andere Weiterbildung der erfindungsgemaBen 
Baugruppe besteht darin, daB die die Leiterplatten ver- 
bindenden Lotpunkte in mehreren Reihen angeordnet 
65 sind, wobei die Lotpunkte von Reihe zu Reihe gegenein- 
ander versetzt sind. Dadurch konnen die Lotpunkte wa- 
benformig ausgebildet werden. Somit kann eine dichte- 
re Packung als in der Kreisform erreicht werden. 
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Ein vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung einer er- 
findungsgemaBen Baugruppe besteht darin, daB auf den 
der jeweils anderen Leiterplatte zugewandten Seiten 
der Leiterplatten fur die Lotpunkte vorgesehene mit 
Lot benetzbare metallische Bereiche hergestellt wer- 5 
den, daB die metallischen Bereiche auf beiden Seiten mit 
einer Lotpaste uberdeckt werden, wobei die Lotpasten- 
Menge iiber den metallischen Bereich auf der einen Spi- 
te derart bemessen wird, daB sich diese beim anschlie- 
Senden Aufschmelzen der Lotpaste aufgrund der Ober- 10 
flachenspannung des Lotes auf den metallischen Berei- 
chen jeweils im wesentlichen kugelformig zusammen- 
zieht, daB auf die erstarrten Kugeln die mit Lotpaste 
bedruckten Bereiche der anderen Leiterplatte gelegt 
werden. wobei die Hohe des Lotpasten-Auftrages auf 15 
den metallischen Bereichen der anderen Leiterplatte so 
bemessen ist, daB die gemeinsame Hohe der Kugel und 
des Lotpasten-Auftrags die Hohe der Bauelemente 
ubersteigt und die sich bei erneuter Erwarmung bilden- 
den Lotpunkte sich etwa tonnehformig ausbilden. 20 

Vorzugsweise ist bei diesem Verfahren vorgesehen, 
daB der Lotpasten-Auftrag der jeweils einer Kugel zu- 
geordneten Bereiche der anderen Leiterplatte ringfor- 
mig ausgebildet ist. Dadurch haben die Kugeln mit dem 
Lotpasten-Auftrag auf der anderen Leiterplatte bei Be- 25 
ginn des Reflow-Prozesses einen groBeren Beriihrungs- 
umfang. 

AusfUhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung anhand mehrerer Figuren dargestellt und in 
der nachfolgenden Beschreibung naher erlautert Es 30 
zeigt: 

Fig- 1 einen Querschnitt durch erne erfindungsgema- 
Be Baugruppe vor dem Lotvorgang, welcher die beiden 
Leiterplatten miteinander verbindet. 

Fig. 2 einen Querschnitt durch die gieiche erfindungs- 35 
gemaBe Baugruppe nach dem Lotvorgang, 

Fig. 3 einen Ausschnitt aus einer erfindungsgemaBen 
Baugruppe, 

Fig. 4 Ausschnitte aus weiteren erfindungsgemaBen 
Baugruppen und 40 

Fig. 5 bis Fig. 1 1 weitere Ausfuhrungsbeispiele, eben- 
falls als Querschnitte dargestellt 

Bei dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiel kommt es im wesentlichen darauf an, fur 
eine im einzelnen nicht dargestellte Schaltung vier Ver- 45 
bindungsebenen zu erhalten. Dazu sind zwei Leiterplat- 
ten 1, 2 jeweils auf beiden Seiten mit Leiterbahnen ver- 
sehen, die in den Fig. 1 und 2 im einzelnen nicht darge- 
stellt sind Sowohl die mechanische als auch die elektri- 
sche Verbindung der beiden Leiterplatten erfolgt durch 50 
eine Vielzahl von Lotpunkten, was an sich als ''ball grid 
array* oder auch "solder grid array" bekannt ist 

Voraussetzung fur die Erzeugung der einzelnen Lot- 
punkte 3 sind benetzungsfahige'Bereiche auf den anein- 
ander zugewandten Seiten der Leiterplatten 1, 2. Diese 55 
konnen Telle von ohnehin vorhandenen Leiterbahnen 
und Durchkontaktierungen sein oder speziell fur die 
Verbindung der Leiterplatten 1, 2 angeordnet sein. Das 
Verfahren zur Herstellung der in den Fig. 1 und 2 darge- 
stellten Baugruppe umfaBt beispielsweise etwa folgende eo 
Schritte: 

1. Erzeugung von Lotkugeln 4 auf der Unterseite 
der Leiterplatte 2. 

2. Aufbringung von Lotpasten-Punkten 5 auf die 65 
Oberseite der Leiterplatte 1, 

3. Positionierung der Leiterplatte 2 auf die Leiter- 
platte 1 derart daB die Lotkugeln der Leiterplatte 2 
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jeweils auf ihrem zugehorigen Lotpasten-Punkt 
der Leiterplatte 1 liegen, 
4. Reflow-Lotung. 

Sind auf beiden Seiten der in Fig. 2 dargestellten dop- 
pelten Leiterplatte SMD-Bauelemente vorgesehen, so 
erfolgt die Fertigung der Baugruppe beispielsweise wie 
foigt: 

L Lotkugelerzeugung auf der Unterseite der Lei- 
terplatte 2, 

2. Lotpasten-Siebdruck auf die Oberseite der Lei- 
terplatte 2, 

3. Bestiickung der SMD-Bauelemente in die Lotpa- 
ste auf der Oberseite der Leiterplatte 2, 

4. Lotpasten-Siebdruck auf die Unterseite der Lei- 
terplatte 1, 

5. Bestuckung der SMD-Bauelemente in die Lotpa- 
ste auf der Unterseite der Leiterplatte 1, 

6. Reflow-Lotung der Leiterplatte 1, 

7. Lotpasten-Siebdruck auf die Oberseite der Lei- 
terplatte 1, 

8. Positionierung der Leiterplatte 2 auf die Leiter- 
platte 1 derart daB die Lotkugeln der Leiterplatte 2 
jeweils auf ihrem zugehorigen Lotpasten-Punkt auf 
der Leiterplatte 1 liegen, 

9. Reflow-Lotung. 

Werden auf diese Weise zwei einfache (Zwei-Schich- 
ten-)Leiterplatten verbunden, entsteht eine Vierschicht- 
Leiterplatte. 

In Fig. 3 ist ein Ausschnitt aus einer derartigen Platte 
dargestellt um verschiedene Formen von Durchkontak- 
tierungen (Vias) zu erlautern. Zwischen einer Leiter- 
bahn 11 auf der oberen Seite der Leiterplatte 2 und 
einer Leiterbahn 12 an der unteren Seite der Leiterplat- 
te 2 befindet sich eine Durchkontaktierung 13, die mit 
einem an sich bekannten Verfahren hergestellt ist Da 
diese Durchkontaktierung nicht durch die Gesamt-Lei- 
terplatte hindurch geht also nicht alle Schichten mitein- 
ander verbindet wird eine derartige Durchkontaktie- 
rung auch "blind via" genannt Eine ahnliche Durchkon- 
taktierung 14 befindet sich zwischen den Leiterbahnen 
15 und 16 auf der oberen bzw. unteren Seite der Leiter- 
platte 1. Eine sogenannte vergrabene Durchkontaktie- 
rung (buried via) wird durch einen Lotpunkt 17 erhalten. 
Die Erfindung kann in analoger Weise auf mehr Lagen 
ausgedehnt werden durch entsprechende Anordnung 
von mehr Leiterplatten. 

Aus Grunden der Miniaturisierung oder auch um eine 
einwandfreie elektrische Funktion zu gewahrleisten, ist 
es in vielen Anwendungen notwendig, alle oder auch 
bestimmte elektrische Bauelemente (components) auf 
kurzest moglichem Wege miteinander zu verbinden. 
Dieses trifft beispielsweise fur einen Abblockkondensa- 
tor in der Nahe eines integrierten Schaltkreises zu. In 
gewissen Fallen ist es daher notig, derartige Kondensa- 
toren auf innenliegenden Schichten anzuordnen. Bei den 
bekannten Vielschicht-Leiterplatten werden derartige 
"vergrabene" Bauelemente nur mit groBem Aufwand 
realisiert. 

Bei der erfindungsgemaBen Anordnung ist eine einfa- 
che Integration derartiger Bauelemente moghch. Be- 
sonders einfach ist eine Integration der Baueiementen 
zwischen die einzelnen Leiterplatten, wenn diese flacher 
als die zum Verbinden der Leiterplatten verwendeten 
Lotpunkte sind. Ein Beispiel dafur ist in Fig. 4a darge- 
stellt wobei die vergrabene Komponente 18 beispiels- 
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weise ein Kondensator sein kann. • r, • •«! »; 

Fig. 4b zeigt ebenfalls als Querschnitt ein Beispiel ei- 
ner vergrabenen Komponente 19. die eine groBere Bau- 
hohe aufweist als der durch die LStpunkte bedingte Ab- 
stand zwischen zwei Leiterplatten. Deshalb ist bei dam 
in Fie. 4b dargestellten Beispiel eine weitere Leiterplat- 
te 20 eingefugt, welche eine Aussparung 20' zur Aufnah- 
me des Bauteils 19 aufweist. 

Bei den folgenden Eriauterungen der Ausfuhrungs. 



Formen moglich. beispielsweise erne Pyramidalform. bei 
der die nachsthohere Etage eine klemere Flache ein- 
nimmt als die darunterliegende. Ausfuhrungsbeispiele 
sindin den Fig. 7 und 8 dargestellt. Die nicht von einer 
hoheren Etage beanspruchte Flache der ersten Etage 35 
kann zur Anordnung hoher Bauteile 36 verwendet wer- 
den Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 8 ist zusatz- 
lich noch ein weiteres Rahmenelement 37 vorgesehen, 
so daB die Hauptleiterplatte 30 unterhalb der Baugrup- 



Bei den folf-^^- Eriauterungen oe^^ pei7uelen;ente33tragenkann 
beisp.ele_gemaB den F,g. 5 h.s 11 we^^^^^ Bei drei- und mehr-etagiger 



beiSDieie gemaD ucn i ig. ^ i^^^ * - — , r .7 • • r ^ 
die jeweils aus einer Leiterplatte und beidseitig aufge 
brachten Leiterbahnen bestehen und Bauelemente tra- 
gen als Etagen bezeichnet. Zur VergroBerung des Ab- 
standes zwischen zwei Etagen sind ebenfalls Leiterplat- 
ten vorgesehen, die durch eine Aussparung im Innern 
rahmenformig ausgebildet sind und somit im folgenden 
als Rahmenelemente bezeichnet werden. 

Vor der Erlauterung der verschiedenen Ausfuhrungs- 
beispiele wird der grundsatzliche Aufbau im folgenden 
. -.1 T-w:« lAcLc hciRi die unterstc) Etage 21 



Bei drei- und mehr-etagigen Aufbauten konnen die 
Quaderform und die Pyramidalform auch kombmiert 
werden, indem beispielsweise die beiden unteren Eta- 
gen gleiche AuBenmessungen besitzen, wahrend die 
„ dritte kleiner ist So ist beispielsweise bei dem Ausfuh- 
rungsbeispiel nach Fig. 9 die zweite Etage nur zu emem 
Teil der Flache von einer Kappe 38 uberdeckt. Die frei- 
gewordene Flache der zweiten Etage 23 wird fur hohere 
Bauelemente 39 genutzt oder fur Bauelemente mit emer 
beispiele wird der grundsatzliche Autoau im ^"'S— ko„So^^^^^^^ 

beschrieben. Die erste (das heiBt die ""terste) Etage 21 20 Baugruppe, bei 

(Fig. 5) basiert auf einem ein-etag.gen Modul, das je- '"^5^ |tagenaufbau ohne Rahmenelemente reali- 

doch keine Kappe besitzt Die auf der Oberse.te der we cher J^^gf ^;^';^3, ,^eite und dritte Etage 
ersten Etage 21 befindlichen Bauelemente 26 lassen eine ^ 44. Die lichte Hohe zwi- 

Randzone frei. auf der sich Landeflachen fur Lotkugeln J*' ^J^^„*'Jf^g^^ bei diesem Ausfuhrungsbei- 

befinden, auf welche unm.ttelbar vor dem LotprozeB 25 ^^^^^^^ ^'^f^ entsprechend flache Bauele- 

Lotpaste aufgedruckt wird. Das erste Rahmenelement ^P'^^f ^^^TrU^^ sind, beispielsweise imegrierte 
22 wird mit seinen Lotkugeln m die Lotpaste der ersten J4"\«^^„«J^°7„^?5^ und gedruckte Wi- 

Etage positioniert. Beim ^P^^^^^^ , ^^/^Sache zu derstSSl ?m Rahmen der Erfindung sind auch Misch- 

30 mit Etagen ohne und mit Rahmenelementen 

Rahmenelement entspricht dem Aufbau ^'ner Etage, be- "^^UfL^j^^ i^^e 45 bildet den AbschluB des in Fig. 10 

der Aussparung Wird nur begrenzt durch die Strukturen Be^^«"^^^^ ^^^^^^^^ ^i^h die Bauelemente auf der 
des Rahmenelementes. im wes^^^^^^^^^^^ 33 -"fj-f^ einzelnen Leiterplatten. Dagegen steUt 
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Oberseite der einzelnen Leiterplatten. Dagegen stellt 
Fie. 11 ein Ausfuhrungsbeispiel dar, bei welchem die 
Leiterplatte 46, welche die oberste Etage darstellt, aut 
der Unterseite mit Bauelementen 47 bestUckt 1st Ein 
40 weiteres Rahmenelement 48 bewirkt einen ausreichen- 
den Abstand zur Leiterplatte 23. Die ubngen Etagen 
und Rahmenelemente entsprechen denjenigen des in 
Fig. 6 dargestellten Ausfiihrungsbeispiels. Da die Bau- 

Etage 21 angeordnet sind. 

Auf die Landeflachen des noch nicht geloteten Rah- 
menelementes 22 wird wiederum Lotpaste aufgetragen 
und die zweite Etage 23 mit ihren Lotkugeln m die mit 50 
Lotpaste bedruckten Landeflachen positioniert Sollen 



der Oberseite die Landeflachen fur die Lotkugeln der 
zweiten Etage 23, auf der Unterseite die Lotkugeln zur 
Verbindung mit der ersten Etage und Durchkontaktie- 

^^Im geloteten Rahmenelement sind mit einer Durch- 
kontaktierung ein auf der Ober- und ein auf der Unter- 
seite liegender Lotpunkt jeweils mitemander elektrisch 
verbunden. Damit entsteht - sobald erforderhch - em 
stromfuhrender Pfad von dem oberen zum unteren Lot- 
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mehr als zwei Etagen realisiert werden, so werden ent 
sprechend viele Rahmenelemente und Etagen abwech- 
selnd aufeinander gestapelt und gelotet. 

Befinden sich auf der Oberseite der obersten Etage 
Bauelemente 27, so wird eine Kappe 28 aufgesetzt, um 
die Schaltung zu schutzen und eine Moglichkeit zur au- 
tomatischen Bestuckung zu schaffen Mittels weiterer 
Lotpunkte 30 ist die Baugruppe gemaB Fig. 5 mit emer 
Grundleiterplatte 31 verbunden. _ u r?- c 

Gegeniiber dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 5 ist 
das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 6 durch ein weiteres 
Rahmenelement 32 derart gestaltet, daB auf der Haupt- 
leiterplatte 30 unterhalb der Baugruppe weitere Bauele- 
mente 33 angeordnet werden konnen. 

Bei den Ausfiihrungsbeispielen nach den Fig. 5 und 6 
wurde von einer Quaderform der Baugruppe ausgegan- 
gen. Im Rahmen der Erfindung sind jedoch auch andere 
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1 Elektrische Baugruppe, dadurch gekeimzeich- 
net, daB mehrere. vorzugsweise auf beiden Seiten 
mit Leiterbahnen versehene, Leiterplatten (1, 2; 21, 
23-41, 42, 43, 45) parallel verlaufen und mit Hilte 
von Ldtpunkten (3) miteinander verbunden sind. 

2 Baugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens zwei Leiterplatten (1, 2) in 
einem durch die Lotpunkte (3) bedingten Abstand 
auf einanderliegen und daB die Leiterbahnen (1 1, 12 
15, 16) der aufeinanderliegenden Leiterplatten (1, 2) 
einschlieBlich von Durchkontaktierungen (13, 14) 
und elektrischen Verbindungen durch Lotpunkte 
(17) eine Vielschicht-Leiterplatte bilden. 

3 Baugruppe nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB auf einer von der anderen Leiterp at- 
te abgewandten Seite mindestens einer Leiterplat- 
te Bauelemente angeordnet sind. ^ ^ J Q 

4 Baugruppe nach einem der Anspruche 2 oder J, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf einer der anderen 
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Leiterplatte (2) zugewandten Seite mindestens ei- 
ner Leiterplatte (1) Bauelemente (18) angeordnet 
sind. 

5. Baugruppe nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, da6 zwischen 5 
zwei Leiterplatten (1, 2; 21. 23) eine weitere Leiter- 
platte (20; 22) angeordnet ist, die eine Aussparung 
(20'; 25) fur auf einer angrenzenden Leiterplatte (1 ; 
21) angeordnete Bauelemente (19; 26) aufweist. 

6. Baugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 10 
zeichnet, daB die Leiterplatten (21, 23) und die wei- 
teren Leiterplatten (32, 22) abwechselnd ubereinan- 
der angeordnet sind. 

7. Baugruppe nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Leiter- 15 
platten (21, 23) und gegebenenfalls die weiteren 
Leiterplatten (22) gleiche AuBenabmessungen auf- 
weisen. 

8. Baugruppe nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Abmes- 20 
sungen der Leiterplatten (23, 35) verschieden groB 
sind. 

9. Baugruppe nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die die Lei- 
terplatten verbindenden Lotpunkte in mehreren 25 
Reihen angeordnet sind, wobei die Lotpunkte von 
Reihe zu Reihe gegeneinander versetzt sind. 

10. Verfahren zur Herstellung eirier Baugruppe 
nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf den der jeweils an- 30 
deren Leiterplatte zugewandten Seiten der Leiter- 
platten fur die Lotpunkte vorgesehene mit Lot be- 
netzbare metallische Bereiche hergestellt werden, 
daB die metailischen Bereiche auf beiden Seiten mit 
einer Lotpaste uberdeckt werden, wobei die Lotpa- 35 
sten-Menge uber den metailischen Bereich auf der 
einen Seite derart bemessen wird, daB sich diese 
beim anschlieBenden Aufschmelzen der Lotpaste 
aufgrund der Oberflachenspannung des Lotes auf 
den metailischen Bereichen jeweils im wesentlichen 40 
kugelformig zusammenzieht, daB auf die erstarrien 
Kugeln die mit Lotpaste bedruckten Bereiche der 
anderen Leiterplatte gelegt werden, wobei die Ho- 
he des Lotpasten-Auftrages auf den metailischen 
Bereichen der anderen Leiterplatte so bemessen 45 
ist, daB die gemeinsame Hohe der Kugel und des 
Lotpasten-Auftrags die H5he der Bauelemente 
ubersteigt und die sich bei erneuter Erwarmung 
bildenden Lotpunkte sich etwa tonnenformig aus- 
bilden. 50 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Lotpasten-Auftrag der jeweils ei- 
ner Kugel zugeordneten Bereiche der anderen Lei- 
terplatte ringf5rmig ausgebiidet ist. 

55 

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



60 



65 



BNGOOCID: <DE_43a6104A1JL> 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Int. Cl^^ 
Offenlegungstag: 



DE 43 26 104 A1 
H05K 1/14 

9. Februar1995 




ZEICHNUNGEN SEITE 2 



int. CL^:^^ 
Offenlegungstag: 



DE 43 26 104 A1 
H05K 1/14 

9. Februar1995 





34- 

408 066/156 



BNStXX^D: <DE_4326104A1JL> 



Nun^ DE43 26 t04Al 

ZEICHNUNGEN SEITE 3 „ q5 |^ y^^ 

Offeniegungstag: 9. Februar 1995 




408 056/156 



